
ブレードサーバコンポーネントの保守

この章は次のトピックで構成されています。

•内部コンポーネント（1ページ）
•上部カバーの取り外しと取り付け（3ページ）
•リアメザニンモジュールの交換（5ページ）
• CPUおよびヒートシンクの交換（8ページ）
•メモリ（DIMM）の交換（22ページ）
•仮想インターフェイスカードの交換（33ページ）
•フロントメザニンモジュールの交換（36ページ）
• Ciscoブート最適化M.2 RAIDコントローラの交換（38ページ）
• 7 mmフロントメザニンドライブの交換（45ページ）
•フロントメザニンドライブブランクの交換（49ページ）
•トラステッドプラットフォームモジュール (TPM)の交換（52ページ）
• PCBアセンブリ (PCBA)のリサイクル（53ページ）

内部コンポーネント
次の図に、Cisco UCS B200 M6ブレードサーバの内部コンポーネントを示します。ブレードに
は、中央の DIMMスロットを覆うプラスチックメモリバッフル（図には示されていません）
のペアもあります。

図 1 : Cisco UCS B200 M6ブレードサーバの内部ビュー

Cisco UCS B200 M6ブレードサーバのCPUは、前世代とは逆の場所にあります。UCS B200 M6
ブレードサーバでは、CPU 1はブレードの背面（内部コネクタに最も近い側）にあり、CPU 2
はブレードの前面（フロントプレートと外部ポートおよびコネクタに最も近い側）にありま

す。

（注）
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DIMMスロット

DIMMは、白または黄色の
ラッチで固定されています。

白色のラッチは、メモリが

CPU 1に接続されていること
を示します。

黄色のラッチは、メモリが

CPU 2に接続されていること
を示します。

2フロントメザニンコネクタ1

CPUソケット 2（未装着）

CPU 2は、黄色の DIMMラッ
チで DIMMに接続します。

このCPUソケットは、通常の
デュアルCPU展開で装着され
ます。サーバを 1つの CPUの
みで実行する場合は、CPUソ
ケット 1に CPUを取り付ける
必要があります。

4CPUソケット 1（装着済み）

CPU 1は、白色の DIMMラッチ
で DIMMに接続します。

このCPUソケットは常に装着す
る必要があります。サーバを 1
つの CPUのみで実行する場合
は、CPUをこのソケットに取り
付ける必要があります。

3

mLOMコネクタ6CPUヒートシンク取り付けガイ
ドピン

5

リアメザニンコネクタ7
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上部カバーの取り外しと取り付け
サーバの上部カバーは、内部コンポーネントの保護と適切なエアーフローを提供します。上部

カバーは、ブレード上部のリリースボタンで固定されてます。

サーバ上部カバーの取り外しおよび交換を行うには、次の手順に従います。

•上部カバーの取り外し（3ページ）

•上部カバーの取り付け（4ページ）

上部カバーの取り外し

サーバの上部カバーを取り外すには、ブレードをシャーシから取り外す必要があります。

手順

ステップ 1 リリースボタンを押し、そのまま押し続けます。

ステップ 2 リリースボタンを押したまま、カバーの背面を持ち上げ、ブレードから取り外します。

ブレードサーバコンポーネントの保守
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次のタスク

上部カバーを再度取り付けます。「上部カバーの取り付け（4ページ）」を参照してくださ
い。

上部カバーの取り付け

サーバの上部カバーを取り付けるには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 サーバの背面にあるピンを上部カバーのチャネルに合わせます。

ステップ 2 シートメタルにカバーを取り付けます。

ステップ 3 サーバの前端を押し下げ、所定の位置にロックされるまで前方にスライドさせます。
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リアメザニンモジュールの交換
リアメザニンモジュールを交換するには、次を参照してください。

•リアメザニンモジュールの取り付け（7ページ）

•リアメザニンモジュールの取り外し（5ページ）

リアメザニンモジュールの取り外し

リアメザニンモジュールを取り外すには、次の作業を実行します。

mLOMスロットの仮想インターフェイスカード（VIC）を取り外す場合は、最初にリアメザ
ニンモジュールを取り外す必要があります。

手順

ステップ 1 ＃2 プラスドライバを使用して、2本のリアメザニンモジュールの非脱落型ネジを緩めます。

ブレードサーバコンポーネントの保守
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ステップ 2 「PRESS HERE TO INSTALL」（ここを押して取り付け）とモジュールに刻印されているリア
メザニンモジュールを持ちます。

ステップ 3 モジュールを持ち上げて、マザーボードコネクタから取り外します。

図 2 :リアメザニンモジュールの取り外し

リアメザニンモジュールをマザーボードから取り外すときは、接続が緩むまで、

マザーボードコネクタの長さ方向に沿ってリアメザニンモジュールをゆっくりゆ

さぶると効果的です。

（注）

次のタスク

仮想インターフェイスカード（VIC）を取り外す場合は、mLOMスロットの仮想インターフェ
イスカードの取り外し（33ページ）を参照してください。
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リアメザニンモジュールの取り付け

リアメザニンモジュールスロットは、mLOMモジュールスロットの上にあります。サーバに
よっては、mLOMモジュールスロットで仮想インターフェイスカード（VIC）をホストでき
ます。この手順では、VICが取り付けられていることを前提としています。

サーバに VICがある場合は、リアメザニンモジュールを取り付ける前に VICが取り付けられ
ていることを確認します。仮想インターフェイスカードのmLOMスロットへの取り付け（34
ページ）を参照してください。

リアメザニンモジュールを取り付けるには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 リアメザニンモジュールをマザーボードコネクタの上に置き、マザーボード上のスタンドオ
フポストに 2つのリアメザニンモジュールの非脱落型ネジを合わせます。

ステップ 2 リアメザニンモジュールの PRESS HERE TO INSTALL（ここを押して取り付け）と記されている

部分を押して、モジュールコネクタをマザーボードコネクタにしっかりと押し込みます。

ステップ 3 ＃2 プラスドライバを使用して、2本の背面メザニンモジュールの非脱落型ネジを締めます。
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図 3 :リアメザニンモジュールの取り付け

CPUおよびヒートシンクの交換
ブレードサーバが工場から出荷されると、すべてのコンポーネントが取り付けられています。

次の図は、取り付けおよび取り付けられた CPUのさまざまな部品を示しています。

ブレードサーバコンポーネントの保守

8

ブレードサーバコンポーネントの保守

CPUおよびヒートシンクの交換



図 4 : CPUアセンブリの概要

表 1 : CPUアセンブリ部品

CPUキャリア2ヒートシンク1

サーバマザーボード上のボ

ルスタプレート

4CPU3

ブレードサーバのマザー

ボード

6CPUソケット5
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交換用の CPUは、CPU、CPUキャリア、およびフィクスチャを含む別の出荷パッケージで出
荷されます。

CPUを交換するには、固定具から CPUを取り外し、サーバマザーボードの CPUソケットに
CPUを取り付けます。次の項を参照してください。

• CPUおよびヒートシンクの交換に必要な工具（10ページ）

• CPUおよびヒートシンクの取り外し（10ページ）

• CPUおよびヒートシンクの取り付け（17ページ）

CPUおよびヒートシンクの交換に必要な工具
サーバの CPUとヒートシンクを交換するには、次の工具が必要です。

•サーバから取り外したコンポーネントを安全に置くことができる、静電気防止作業スペー
ス（ゴム引きマットなど）。

• ESDグローブ

• T30トルクスドライバ

• M6 CPU固定具（UCS-CPUATI-3 =）

•クリーニングキット（UCSX-HSCK=）

•サーマルグリス（UCS-CPU-TIM =）

ブレードは、デュアル CPUまたはシングル CPU構成で出荷できます。ブレードがシングル
CPU構成の場合、装着されていない CPUソケットにはダストカバーが付属しています。

•ブレードがデュアル CPU構成で出荷される場合 CPUダストカバーは付属しません。

•デュアル CPU構成で、シングル CPUブレードとして実行するために 1つの CPUを取り
外す場合は、未装着の CPUソケットに CPUダストカバーを取り付ける必要があります。
この場合、CPUダストカバーを注文する必要があります。シスコに連絡し、
UCS-CPU-M6-CVR =を注文してください。

（注）

CPUおよびヒートシンクの取り外し
ブレードサーバから取り付けたCPUとヒートシンクを取り外すには、次の手順を使用します。
この手順では、マザーボードから CPUを取り外し、個々のコンポーネントを分解してから、
CPUとヒートシンクを CPUに付属の固定具に取り付けます。
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手順

ステップ 1 CPUとヒートシンク（CPUアセンブリ）を CPUソケットから取り外します。

a) T30トルクスドライバを使用して、すべての固定ナットを緩めます。

b) 回転ワイヤを互いに向かって押し、ロック解除位置に移動します。

回転するワイヤができるだけ内側にあることを確認します。完全にロック解除

されると、回転するワイヤの下部が外れ、CPUアセンブリを取り外すことがで
きます。回転ワイヤが完全にロック解除位置にない場合、CPUアセンブリを取
り外すときに抵抗を感じることがあります。

注意
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ステップ 2 マザーボードから CPUアセンブリを取り外します。

a) フィンの端に沿ってヒートシンクをつかみ、CPUアセンブリをマザーボードから持ち上げ
ます。

CPUアセンブリを持ち上げる際は、ヒートシンクフィンを曲げないようにして
ください。また、CPUアセンブリを持ち上げるときに抵抗を感じる場合は、回
転ワイヤが完全にロック解除位置にあることを確認します。

注意

b) CPUアセンブリをゴム製マットまたはその他の静電気防止作業台の上に置きます。

CPUを作業面に置くときは、ヒートシンクのラベルを上に向けます。CPUアセンブリを上
下逆に回転させないでください。

c) ヒートシンクが作業台の水平になっていることを確認します。

ブレードサーバコンポーネントの保守
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ステップ 3 CPUダストカバー（UCS-CPU-M6-CVR =）を CPUソケットに取り付けます。

a) CPU支持プレートの支柱を、ダストカバーの角にある切り欠きに合わせます。
b) ダストカバーを下げ、同時にCPUソケットの所定の位置にカチッと収まるまで、エッジを
押し下げます。

ダストカバーの中央を押さないでください。注意

ブレードサーバコンポーネントの保守
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ステップ 4 CPUクリップを外し、TIMブレーカーを使用して、CPUキャリアから CPUを取り外します。

a) CPUアセンブリを上下逆にして、ヒートシンクが下を向くようにします。

この手順により、CPU固定クリップにアクセスできるようになります。

b) TIMブレーカー（次の図の 1）を 90度上向きにゆっくり持ち上げ、CPUキャリアのこの
端の CPUクリップを部分的に外します。

c) CPUキャリアに簡単にアクセスできるように、TIMブレーカーを U字型の固定クリップ
に下げます。

TIMブレーカーが固定クリップに完全に装着されていることを確認します。（注）

d) CPUキャリアの外側の端をゆっくりと引き上げ（2）、TIMブレーカーの両端近くにある
2番目の CPUクリップのペアを外します。

CPUキャリアを曲げるときは注意してください。無理な力を加えると、CPU
キャリアが損傷する可能性があります。CPUクリップを外すのに十分なだけ
キャリアを曲げます。CPUキャリアから外れるときを確認できるように、この
手順の実行中にクリップを必ず確認してください。

注意

ブレードサーバコンポーネントの保守
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e) CPUキャリアの外側の端をゆっくりと引き上げ、TIMブレーカーの反対側にある CPUク
リップのペア（次の図の 3）を外します。

f) CPUキャリアの短い端を持ち、まっすぐ持ち上げてヒートシンクから取り外します。

ステップ 5 CPUとキャリアを取り付け具に移動します。

a) すべての CPUクリップが外れたら、キャリアをつかんで持ち上げ、CPUをヒートシンク
から取り外します。

キャリアと CPUがヒートシンクから持ち上げられない場合は、CPUクリップ
を再度外します。

（注）

b) CPUとキャリアを裏返して、PRESSという文字が見えるようにします。
c) 固定具の支柱と CPUキャリアと固定具のピン 1の位置を合わせます（次の図の 1）。
d) CPUと CPUキャリアを固定具の上に下ろします。
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ステップ 6 付属のクリーニングキット（UCSX-HSCK）を使用して、CPU、CPUキャリア、およびヒート
シンクからすべてのサーマルインターフェイスバリア（サーマルグリス）を取り除きます。

必ずシスコ提供のクリーニングキットのみを使用し、表面、隅、または隙間にサー

マルグリスが残っていないことを確認してください。CPU、CPUキャリア、および
ヒートシンクが完全に汚れている必要があります。

重要

次のタスク

適切なオプションを選択してください。

• CPUを取り付ける場合は、に進みます。CPUおよびヒートシンクの取り付け（17ペー
ジ）

• CPUを取り付けない場合は、CPUソケットカバーが取り付けられていることを確認しま
す。このオプションは、CPUソケット 2に対してのみ有効です。これは、CPUソケット
1がランタイム展開で常に装着されている必要があるためです。

ブレードサーバコンポーネントの保守

16

ブレードサーバコンポーネントの保守

CPUおよびヒートシンクの取り外し



CPUおよびヒートシンクの取り付け
CPUを取り外した場合、または空のCPUソケットにCPUを取り付ける場合は、この手順を使
用してCPUを取り付けます。CPUを取り付けるには、CPUを取り付け具に移動し、CPUアセ
ンブリをサーバマザーボードの CPUソケットに取り付けます。

手順

ステップ 1 サーバマザーボードの CPUソケットダストカバー（UCS-CPU-M6-CVR =）を取り外します。

a) 2つの垂直タブを内側に押して、ダストカバーを外します。
b) タブを押したまま、ダストカバーを持ち上げて取り外します。

c) ダストカバーは将来の使用に備えて保管しておいてください。

空の CPUソケットをカバーしないでください。CPUソケットに CPUが含まれ
ていない場合は、CPUダストカバーを取り付ける必要があります。

注意

ステップ 2 CPU取り付け具の PRESSというラベルが付いた端をつかみ、トレイから取り外し、CPUアセ
ンブリを静電気防止用の作業台の上に置きます。

ステップ 3 新しい TIMを適用します。

適切に冷却し、期待されるパフォーマンスを実現するために、ヒートシンクのCPU
側の表面に新しい TIMを塗布する必要があります。

（注）

•新しいヒートシンクを取り付ける場合は、新しいヒートシンクにはTIMが塗布されたパッ
ドが付属しています。ステップ 4に進みます。

ブレードサーバコンポーネントの保守
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•ヒートシンクを再利用する場合は、ヒートシンクから古い TIMを除去してから、付属の
シリンジから新しい TIMを CPU表面に塗布する必要があります。次のステップ aに進み
ます。

a) ヒートシンククリーニングキット（UCSX-HSCK=）およびスペアのCPUパッケージに同
梱されているボトル #1洗浄液をヒートシンクの古い TIMに塗布し、15秒以上浸しておき
ます。

b) ヒートシンククリーニングキットに同梱されている柔らかい布を使用して、ヒートシン
クからすべてのTIMを拭き取ります。ヒートシンクの表面に傷をつけないように注意して
ください。

c) ボトル #2を使用してヒートシンクの底面を完全にきれいにして、ヒートシンクの取り付
けを準備します。

d) 新しいCPU（UCS-CPU-TIM=）に付属のTIMのシリンジを使用して、CPUの上部に 1.5立
方センチメートル (1.5ml)のサーマルインターフェイスマテリアルを貼り付けます。均一
に覆うために、次の図に示すパターンを使用してください。

図 5 :サーマルインターフェイスマテリアルの貼り付けパターン

CPUには正しいヒートシンクのみを使用してください。CPU 1にはヒートシン
ク UCSB-HS-M6-Rを使用し、CPU 2にはヒートシンク UCSB-HS-M6-Fを使用
します。

注意

ステップ 4 CPU取り付け具にヒートシンクを取り付けます。

a) フィン（次の図の 1）でヒートシンクをつかみ、ヒートシンクのピン 1の位置を CPU取り
付け具のピン1の位置に合わせ（2）、ヒートシンクをCPU取り付け具の上に下ろします。

示されているように、エンボス三角形がCPUピン1の位置を指している場合、ヒートシン
クの向きは正しいです。

ワイヤの脚がヒートシンクの取り付けを妨げないように、回転するワイヤが

ロックされていない位置にあることを確認します。

注意

ブレードサーバコンポーネントの保守
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ステップ 5 CPUアセンブリを CPUマザーボードソケットに取り付けます。

a) 回転するワイヤをロックされていない位置に押し込み、取り付けの妨げにならないように

します。

ブレードサーバコンポーネントの保守
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b) ヒートシンクのフィン（次の図の 1）をつかみ、ヒートシンクのピン 1の位置を CPUソ
ケットのピン 1の位置に合わせ（2）、ヒートシンクを CPUソケットに装着します。

示されているように、エンボス三角形がCPUピン1の位置を指している場合、ヒートシン
クの向きは正しいです。

ワイヤの脚がヒートシンクの取り付けを妨げないように、回転するワイヤが

ロックされていない位置にあることを確認します。

注意

ブレードサーバコンポーネントの保守
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c) CPUアセンブリを CPUソケットにロックするために、回転するワイヤを互いから離しま
す（次の図の 1）。

トルクスドライバを使用して固定ナットを締める前に、回転ワイヤを完全に閉

じてください。

注意

d) T30トルクスドライバを 12インチポンドのトルクに設定し、4本の固定ナットを対角線の
パターンで締めて、CPUをマザーボードに固定します（2）。任意のナットから開始でき
ますが、固定ナットは必ず対角線のパターンで締めてください。

ブレードサーバコンポーネントの保守
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メモリ（DIMM）の交換
メモリ DIMMを交換するには、次のトピックを参照してください。

• DIMMスロットの識別方法（22ページ）

•メモリ入力ガイドライン（24ページ）

• DIMMまたは DIMMブランクの取り外し（28ページ）

• DIMMまたは DIMMブランクの取り付け（30ページ）

•メモリのパフォーマンス（32ページ）

•メモリのミラーリングと RAS（33ページ）

DIMMスロットの識別方法
ブレードサーバは、32個の DIMMスロットを備えています（CPUごとに 16個）。

識別を容易にするために、各DIMMスロットにはマザーボード上のメモリプロセッサとスロッ
ト IDが表示されます。たとえば、P1 A1はプロセッサ 1のスロット A1を示します。

ブレードサーバコンポーネントの保守
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また、DIMMスロットのラッチの色も、どの DIMMスロットがどの CPUに接続されているか
についての追加の情報になっています。

•白色のラッチが付いたすべての DIMMスロットが CPU 1に接続されています。

•黄色のラッチが付いたすべての DIMMスロットが CPU 2に接続されています。

•白色のラッチと黄色のラッチが付いた DIMMスロットは、スロット内の切り欠きによっ
て互いに 180度の向きになっています。白色のラッチの付いたソケットに DIMMを取り
付ける場合は、DIMMを 180度回転させる必要があります。

DIMMをソケットに装着しているときに抵抗を感じる場合は、無
理に押し込まないでください。DIMMまたはスロットが損傷する
おそれがあります。スロットのキーイングを確認し、DIMMの下
部のキーイングと照合します。DIMMとスロットの切り欠きを揃
えてから、DIMMを再度取り付けます。

注意

CPUごとに、16本のDIMMの各セットは、それぞれに 2つのDIMMを持つ 8つのチャネルに
編成されます。各 DIMMスロットには 1または 2の番号が付けられており、各 DIMMスロッ
ト 1は青色、各 DIMMスロット 2は黒色です。各チャネルは文字と数字の 2つのペアで識別
されます。最初のペアはプロセッサを示し、2番目のペアはメモリチャネルとチャネル内のス
ロットを示します。

• CPU 1のチャネルは、P1 A1とA2、P1 B1とB2、P1 C1とC2、P1 D1とD2、P1 E1と E2、
P1 F1と F2、P1 G1と G2、P1 H1と H2です。

• CPU 2のチャネルは、P2 A1とA2、P2 B1とB2、P2 C1とC2、P2 D1とD2、P2 E1と E2、
P2 F1と F2、P2 G1と G2、P2 H1と H2です。

次の図に、DIMMとチャネルの物理的な配置と番号付けの方法を示します。CPU 1の DIMM
チャネルとスロット IDは青色のテキストで示され、CPU 2の DIMMチャネルとスロット ID

ブレードサーバコンポーネントの保守
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は黒色のテキストで示されています。

メモリ入力ガイドライン

次に、メモリ使用量と装着に関するガイドラインの一部を示します。メモリ使用量と装着の詳

細については、 Cisco UCS C220/C240/B200 M6 Memory Guideをダウンロードしてください。

サポートされるのは、シスコのメモリだけです。サードパーティの DIMMは、テストも実施
されていませんし、サポートもされていません。

注意

•すべてのDIMMは、すべてDDR4 DIMM、DDR4および Intel Optane永続メモリ 200シリー
ズ（Intel Optane PMem 200シリーズ）DIMMである必要があります。

• x4 DIMMがサポートされています。

• DDR4メモリは、Cisco UCS B200 M6 Spec Sheetに記載されているとおりにサポートされま
す。https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/
ucs-b-series-blade-servers/b200m6-specsheet.pdfを参照してください。

• DDR4および Intel Optane Persistent Memory Series 200 DIMMは、『Cisco UCS B200 M6 Spec
Sheet』で指定されているとおりにサポートされます。https://www.cisco.com/c/dam/en/us/
products/collateral/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/b200m6-specsheet.pdfを
参照してください。

•メモリ装着ルールについては、『Cisco UCS B200 M6 Spec Sheet』を参照してください。
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/
ucs-b-series-blade-servers/b200m6-specsheet.pdfを参照してください。
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• DIMMは最も小さい番号のスロットから先にロードする必要があります。

•メモリランクは、CPUの各メモリチャネルが使用できる 64ビットまたは 72ビットのデー
タチャンクです。各メモリチャネルは、最大8つのメモリランクをサポートできます。ク
アッドランク DIMMの場合、チャネルごとに最大 2つの DIMMがサポートされます（4
ランク* 2 DIMM）。

•同じチャネルで DIMMの混在ランクを使用できますが、番号の小さいスロットにランク
の高い DIMMを装着する必要があります。

•すべてのスロットに DIMMまたは DIMMブランクを装着する必要があります。取り付け
手順については、DIMMまたは DIMMブランクの取り付け（30ページ）を参照してくだ
さい。

メモリ装着順序

Cisco UCS B200 M6ブレードには、DIMMのみ、またはDIMMと Intel Optane PMem 200シリー
ズメモリの 2つのメモリオプションがあります。

メモリスロットは、青色と黒色に色分けされています。色分けされたチャネルの装着順序は、

最初は青色のスロット、次に黒色のスロットです。

最適なパフォーマンスを得るには、CPUの数および CPUあたりのDIMMの数に応じて、次の
表に示す順序で DIMMを装着します。サーバーに CPUが 2つ搭載されている場合は、次の表
に示すように、2つの CPU間で DIMMが均等になるように調整します。

次の表に、推奨構成を示します。CPUあたり 3、5、5、7、9、10、または 13～ 15個のDIMM
を使用することはお勧めしません。以下に示す構成以外では、パフォーマンスが低下するから

です。

（注）

次の表に、DDR4 DIMMのメモリ装着順序を示します。

表 2 : DIMM装着順序

CPU 2スロットへの装着CPU 1スロットへの装着CPUあたりの
DDR4 DIMMの
数（推奨構成） P2黒の #2スロッ

ト

P2_slot-ID

P2青の #1スロッ
ト

P2_slot-ID

P1黒の #2スロッ
ト

P1_slot-ID

P1青の #1スロッ
ト

P1_slot-ID

-A1-A11

-A1、E1-A1、E12

-A1、C1、E1、G1-A1、C1、E1、G14

-A1、C1、D1、
E1、G1、H1

-A1、C1、D1、
E1、G1、H1

6
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-A1、B1、C1、
D1、E1、F1、
G1、H1

-A1、B1、C1、
D1、E1、F1、
G1、H1

8

A2、C2、D2、
E2、G2、H2

A1、C1、D1、
E1、G1、H1

A2、C2、D2、
E2、G2、H2

A1、C1、D1、
E1、G1、H1

12

すべて装着（A2
〜H2）

すべて装着（A1
〜H1）

すべて装着（A2
〜H2）

すべて装着（A1
〜H1）

16

次の表に、DIMMと Intel Optane PMem 200シリーズメモリのメモリ装着順序を示します。

CPU 1と CPU 2は同じように装着する必要があります。（注）

8 + 1 DIMM構成の場合に限り、メモリモードはサポートされません。他のすべての DIMM構
成は、メモリモードと他のすべてのモードをサポートします。

（注）

表 3 : DIMM Plus Intel Optaneパーシステントメモリ 200シリーズメモリの装着順序（CPUあたり）

Intel Optane PMem 200シリー
ズ DIMMスロット

DDR4 DIMMスロットCPUあたりの DIMMの総数

B1、D1、F1、H1A1、C1、E1、G14 + 4 DIMM

A2A1、B1、C1、D1、E1、F1、
G1、H1

8 + 1 DIMM

A2、C2、E2、G2A1、B1、C1、D1、E1、F1、
G1、H1

8 + 4 DIMM

A2、B2、C2、D2、E2、F2、
G2、H2

A1、B1、C1、D1、E1、F1、
G1、H1

8 + 8 DIMM

DIMMスロットキーイングの考慮事項

白色のラッチと黄色のラッチが付いた DIMMスロットは、互いに 180度の向きになっていま
す。中央のメモリカラムでは、白と黄色のラッチが付いたスロットが隣接しているため、DIMM
を取り付けるスロットに応じて DIMMの向きを変える必要があります。
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各 DIMMスロットには DIMMの切り欠きに合うキーがあります。DIMMスロットのキーは、
DIMMスロットの位置が 180度異なるため、白と黄色のラッチが付いた DIMMスロットでは
異なる位置にあります。

DIMMスロットキー1

DIMMスロットキーの位置の違いの例2

DIMMを取り付けるときは、必ず DIMMスロットのキーが DIMMの切り欠きと揃っているこ
とを確認してください。
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DIMMをソケットに装着しているときに抵抗を感じる場合は、無理に押し込まないでくださ
い。DIMMまたはスロットが損傷するおそれがあります。スロットのキーイングを確認し、
DIMMの下部のキーイングと照合します。スロットのキーと DIMMの切り込みが揃ったら、
DIMMを再度取り付けます。

注意

DIMMまたは DIMMブランクの取り外し
DIMMスロットにアクセスするには、サーバの上部カバーを取り外す必要があります。

DIMMまたは DIMMブランク（UCS-DIMM-BLK=）をブレードサーバのスロットから取り外
すには、次の手順に従います。

ブレードサーバコンポーネントの保守
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手順

ステップ 1 各 DIMMバッフルを持ち、ブレードから取り外します。

各 DIMMバッフルはスタンドオフに取り付けられているため、バッフルをスタンドオフから
外すのに十分な場所までまっすぐ引き上げる必要があります。

ブレード上の各 DIMMバッフルの位置を覚えておくと役立ちます。（注）

ステップ 2 両方の DIMMコネクタラッチを押して開きます。

ステップ 3 DIMMまたはブランクの両端を持ち、ソケットから取り外します。
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図 6 : DIMMまたは DIMMブランクの取り外し

ステップ 4 DIMMブランクを取り外して DIMMを取り付ける場合は、DIMMブランクを安全な場所に保
管してください。

DIMMを取り付けない場合は、DIMMブランクを取り付ける必要があります。空の
DIMMスロットがあるままでサーバを動作させないでください。

（注）

次のタスク

「DIMMまたは DIMMブランクの取り付け（30ページ）」に進みます。

DIMMまたは DIMMブランクの取り付け
DIMMまたは DIMMブランク（UCS-DIMM-BLK=）をブレードサーバのスロットに取り付け
るには、次の手順に従います。
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白色および黄色の DIMMラッチは、互いに 180度向きが異なります。DIMMを取り付ける前
に、DIMMとそのスロットのキーイングが正しく揃っていることを確認します。DIMMスロッ
トの識別方法（22ページ）を参照してください。

注意

手順

ステップ 1 両側の DIMMコネクタラッチを開きます。

ステップ 2 DIMMを挿入し、両端に均等に力を加えて、スロットにカチッとはまるまで押し込みます。

DIMMのノッチがスロットの切り欠きに合っていることを確認します。ノッチが
合っていないと、DIMMまたはスロット、あるいはその両方が破損するおそれがあ
ります。

（注）

ステップ 3 DIMMコネクタのラッチを内側に少し押して、ラッチを完全にかけます。

図 7 : DIMMまたは DIMMブランクの取り付け
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ステップ 4 すべてのスロットに DIMMまたは DIMMブランクを装着します。

スロットを空にすることはできません。したがって、ブレードを再挿入する前に、すべてのス

ロットにDIMMまたはDIMMブランクのいずれかが装着されていることを確認してください。

ステップ 5 各 DIMMバッフルを取り付けます。

a) 図のように各 DIMMバッフルの向きを合わせます。
b) DIMMバッフルの上部の円がブレードのスタンドオフと一致するように、各DIMMバッフ
ルの位置を合わせます。

DIMMバッフルは、一方向にしか取り付けられないように設計されています。バッフルが
取り付けられていない場合は、両方のバッフルを取り外し、反対側の位置に取り付けま

す。

c) DIMMバッフルを水平に保持し、バッフルを下げて押し下げて、バッフルをスタンドオフ
に取り付け、2本の足をブレードに取り付けます。

d) （オプション）上部カバーを取り付け、ブレードを元に戻します。

メモリのパフォーマンス

ブレードサーバのメモリ構成を検討する際、いくつかの考慮事項があります。次に例を示しま

す。
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•異なる密度（容量）の DIMMを混在させるときは、最も密度の高い DIMMがスロット 1
に入り、以下降順になります。

• DIMMの装着および選択の他に、選択した CPUがパフォーマンスに一定の影響を与える
ことがあります。

メモリのミラーリングと RAS
ブレードサーバ内の Intel CPUは、各 CPUが 8および 16 DIMM構成である場合のみ DDR4メ
モリのミラーリングをサポートします。信頼性を確保するためにメモリのミラーリングを使用

した場合、DRAMサイズは 50%に減少します。

仮想インターフェイスカードの交換
VICを交換するには、次のトピックを使用します。

• mLOMスロットの仮想インターフェイスカードの取り外し（33ページ）

•仮想インターフェイスカードの mLOMスロットへの取り付け（34ページ）

mLOMスロットの仮想インターフェイスカードの取り外し
mLOMモジュールスロットから VICカードを取り外すには、次の作業を実行します。mLOM
モジュールスロットにアクセスするには、追加のコンポーネントを取り外す必要がある場合が

あります。

手順

ステップ 1 背面メザニンモジュールが取り付けられている場合、mLOMスロットへアクセスできるよう
に取り外します。

リアメザニンモジュールの取り外し（5ページ）を参照してください。

ステップ 2 #2のプラスドライバを使用して非脱落型ネジを締めます。

ステップ 3 PRESS HERE TO INSTALL（ここを押して取り付け）と VICに刻印されている VICカードを持ち
ます。

ステップ 4 VICコネクタを引き上げて、マザーボードの mLOMコネクタから VICコネクタを取り外しま
す。

マザーボードからコネクタを取り外すときは、コネクタとの接続が緩むまで、コネ

クタの長さ方向に基板を数回ゆっくり往復運動させると効果的です。

（注）
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図 8 : mLOMスロットからの VICカードの取り外し

次のタスク

「仮想インターフェイスカードのmLOMスロットへの取り付け（34ページ）」に進みます。

仮想インターフェイスカードの mLOMスロットへの取り付け
この作業によってて、mLOMスロットのマザーボードコネクタに仮想インターフェイスカー
ド（VIC）を取り付けます。mLOMスロットにアクセスするには、追加のコンポーネントを取
り外す必要がある場合があります。

ブレードサーバコンポーネントの保守

34

ブレードサーバコンポーネントの保守

仮想インターフェイスカードの mLOMスロットへの取り付け



手順

ステップ 1 リアメザニンモジュールが取り付けられている場合、mLOMスロットへアクセスできるよう
に取り外します。

リアメザニンモジュールの取り外し（5ページ）を参照してください。

ステップ 2 VICコネクタをマザーボードコネクタの上に置き、マザーボード上のスタンドオフポストに
非脱落型ネジを合わせます。

ステップ 3 VICの PRESS HERE TO INSTALL（ここを押して取り付け）と記されている部分を押して、VIC
コネクタをマザーボードコネクタにしっかりと押し込みます。

ステップ 4 No.2のプラスドライバを使用して非脱落型ネジを締めます。

図 9 : VICの mLOMスロットへの取り付け
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フロントメザニンモジュールの交換
フロントメザニンスロットでは、Cisco B200 M6はフロントメザニンモジュールをサポート
します。フロントメザニンモジュールはマザーボードに取り付けられ、電源プレーンへの接

続とサーバ内の他のコンポーネントへの通信を提供します。タイプに応じて、フロントメザニ

ンモジュールは、サーバのM.2ミニストレージモジュールまたはフロントローディング 7 mm
SSDを受け入れます。

次のフロントメザニンモジュールがサポートされています。

• M.2ドライブ用のミニストレージモジュールをサポートするフロントメザニンモジュー
ル。

• 12G SAS RAIDをサポートするフロントメザニンモジュール。
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フロントメザニンモジュールを交換するには、次の手順を実行します。

•フロントメザニンモジュールの取り外し（37ページ）

•フロントメザニンモジュールの取り付け（38ページ）

フロントメザニンモジュールの取り外し

両側のフロントメザニンモジュールは、4つのネジ式スタンドオフを介してブレードに取り付
けます。ブレードのフロントメザニンスロットにある2つの位置合わせピンによって、ブレー
ド上のモジュールの正しい位置が決まります。

M.2ドライブのフロントメザニンミニストレージモジュールは、ミニM.2ドライブを取り付
けた状態で取り外します。ただし、必要であれば、それらも取り外すことができます。

12G SAS RAIDのフロントメザニンモジュールは、フロントローディング 7 mmドライブをサ
ポートします。フロントメザニンモジュールを取り外す前に、ドライブを取り外す必要があ

ります。

（注）
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手順

ステップ 1 ＃2 プラスドライバを使用して、フロントメザニンモジュールをスタンドオフに固定してい
る 4本のネジを緩めます。

ステップ 2 [取り付けるにはここを押してください（Press Here to Install）]というラベルが付いているフロン

トメザニンモジュールの反対側の端を持ちます。

M.2ドライブ用のフロントメザニンミニストレージモジュールには、持ちやすい
ように半円形のつまみが付いています。12GSASRAIDのフロントメザニンモジュー
ルは、シートメタルの部分を持てるようになっています。

（注）

ステップ 3 フロントメザニンモジュールを水平に持ち、まっすぐ引き上げてブレードから取り外します。

フロントメザニンモジュールの取り付け

フロントメザニンモジュールは、ブレードのフロントメザニンスロットを占有します。ブレー

ドのガイドピンは、フロントメザニンモジュールのガイド穴に合わせます。

フロントメザニンモジュールを取り付けるには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 フロントメザニンモジュールのガイド穴をブレードのガイドピンに合わせます。

ステップ 2 取り付けネジをネジ穴のあるスタンドオフに合わせます。

ステップ 3 モジュールの Press Here to Install（ここを押して取り付け）というラベルがある場所とそ

の反対側の端を持ち、押し下げてモジュールをブレードに装着します。

ステップ 4 ＃2 プラスドライバを使用して非脱落型ネジを締め、モジュールをブレードに固定します。

Ciscoブート最適化M.2 RAIDコントローラの交換
Cisco Boot-Optimized M.2 RAIDコントローラは、フロントメザニンストレージスロットにあ
り、M.2 SSDサーバストレージに RAID接続を提供します。RAIDコントローラは、小型のプ
リント基板ドーターカード、M.2 SATA SSDドライブキャリア、および個々のM.2 SSDで構
成されます。RAIDコントローラ全体と個々の SATA SSDは現場交換可能です。
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図 10 : Ciscoブート最適化M.2 RAIDコントローラ

M.2 RAID最適化 RAIDコントローラを交換するには、次のトピックを参照してください。

• Ciscoブート最適化M.2 RAIDコントローラの取り外し（39ページ）

• Ciscoブート最適化M.2 RAIDコントローラの取り付け（42ページ）

Ciscoブート最適化M.2 RAIDコントローラの取り外し
シスコのブート最適化M.2 RAIDコントローラを取り外すには、次の手順に従います。

始める前に

ブレードからM.2 RAIDコントローラを取り外すには、次の手順に従います。M.2 RAIDコン
トローラは 2つのM.2ミニストレージキャリアで構成され、各キャリアにM.2 SATAドライ
ブのペアを含めることができます。フロントメザニンミニストレージモジュールの組み込み

M.2 SATAミニストレージ SSD（ドライブ）はホットスワップできません。
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手順

ステップ 1 まだ上部カバーを取り外していない場合は、ここで取り外します。上部カバーの取り外し（3
ページ）を参照してください。

ステップ 2 （オプション）M.2用のフロントメザニンミニストレージモジュールをサーバから取り外し
ます。フロントメザニンモジュールの取り外し（37ページ）を参照してください。

ステップ 3 サーバからM.2ミニストレージキャリアを外します。

a) 固定クリップを押し外して、ソケットからキャリアを外します。

b) キャリアを上に引き上げて取り外します。

次の手順で、デュアルM.2 SATAドライブを含むキャリアを取り外します。

抵抗を感じる場合は、次のことを確認してください。

•固定クリップがキャリアに接触していないこと。

•ストレージキャリアが水平であること。そうでない場合は、キャリアのために
抵抗が生じている可能性があります。

（注）

図 11 : M.2ミニストレージキャリアの取り外し

ステップ 4 古いM.2コントローラから SATA M.2ドライブを取り外して交換用コントローラに付け替える
場合は、交換用コントローラを取り付ける前に、次の操作を行ってください。
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ドライブ上で以前設定されたボリュームとデータは、M.2 SSDを新しいコントロー
ラに付け変えるときに保持されます。システムは、SSDにインストールされている
既存の OSを起動します。

（注）

a) No. 1プラスドライバを使用して、M.2 SSDをキャリアに固定している 1本のネジを外し
ます。

b) キャリアのソケットからM. 2ドライブを持ち上げます。
c) 付け替えるM.2ドライブをコントローラボードのソケット上に置きます。M.2ドライブの
ラベルが上を向くようにします。

d) M.2ドライブを下に向け、コネクタの終端をキャリアのソケットに挿入します。
e) M.2ドライブをキャリアに押し込みます。
f) M.2ドライブの端をキャリアに固定する 1本のネジを取り付けます。
g) コントローラを裏返して、2番目のM.2ドライブを取り付けます。
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図 12 :キャリアへの交換用M.2ストレージドライブの取り付け

次のタスク

Ciscoブート最適化M.2 RAIDコントローラの取り付け（42ページ）

Ciscoブート最適化M.2 RAIDコントローラの取り付け
シスコのブート最適化M.2 RAIDコントローラをインストールするには、次の手順を使用しま
す。コントローラの各スロットには、キャリアの各スロットを識別するために 1と 2のラベル
が付いています。
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始める前に

RAIDコントローラを交換する必要がある場合は、個々のM.2ストレージドライブを交換用
RAIDコントローラに含める必要があります。元の RAIDコントローラからそれらを削除し、
インストールする RAIDコントローラにインストールしてください。Ciscoブート最適化M.2
RAIDコントローラの取り外し（39ページ）を参照してください。

手順

ステップ 1 キャリアの 2つの取り付け穴をストレージモジュールのガイドピンに合わせます。

ステップ 2 キャリアの両端をコントローラに下ろし、固定クリップがはまるようにします。

ステップ 3 キャリアの四隅を同時に押して、完全に装着します。
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図 13 : M.2ストレージキャリアの装着

ステップ 4 M.2の前面メザニンモジュールを取り外した場合は、ここで取り付け直します。フロントメザ
ニンモジュールの取り付け（38ページ）を参照してください。

ステップ 5 ブレードサーバをサーバシャーシに再挿入します。
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7 mmフロントメザニンドライブの交換
Cisco UCS B200 M6ブレードには、ブレードの前面からアクセスできる最大 2台のフロント
ローディング 7 mmドライブがあります。ドライブは SATAまたはNVMeのいずれかです。こ
れは設置場所で交換できます。

ブレードの前面ドライブを交換するには、次の手順を実行します。

• 7 mm SATA SSDの取り外し（45ページ）

• 7 mm SATA SSDの取り付け（46ページ）

• NVMeドライブの取り外し（47ページ）

• NVMeドライブの取り付け（48ページ）

7 mm SATA SSDの取り外し
フロントローディング 7 mm SATA SSDはホットプラグ可能/ホットスワップ可能です。

フロントロード 7 mm SATA SSDを取り外すには、次の手順に従います。

手順

ステップ 1 SSDを指でしっかりつかみます。

ステップ 2 SSDをドライブベイから引き出します。
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次のタスク

SATA SSDを再取り付けします。「7 mm SATA SSDの取り付け（46ページ）」を参照してく
ださい。

7 mm SATA SSDの取り付け
7 mm SATA SSDを取り外した場合は、この手順を使用して別の 7 mm SATA SSDを取り付けま
す。

手順

ステップ 1 ドライブラベルを調べて、SATA SSDを取り付けたことを確認します。

ステップ 2 前面プレートのラベルを調べて、SSDが上下逆になっていないことを確認します。

安全対策として、ドライブは適切なインストールを実行するためのキーを使用して設計されて

います。

ステップ 3 SSDレベルを保持し、空のドライブベイに合わせて、SSDをドライブベイに完全に挿入しま
す。
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NVMeドライブの取り外し
前面の NVMeドライブはホットプラグ可能/ホットスワップ可能です。NVMeドライブを取り
外すには、次の手順を実行します。

NVMeドライブは、ドライブ前面プレートのラベルを除き、物理的および視覚的に NVMeド
ライブと同じです。NVMeドライブを取り外す場合は、別の NVMeドライブを取り付けてく
ださい。

注意

手順

ドライブを指でつかみ、ドライブベイから引き出します。
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次のタスク

NVMeドライブを再インストールします。「NVMeドライブの取り付け（48ページ）」を参
照してください。

NVMeドライブの取り付け
NVMeドライブを取り外した場合は、この手順を使用して別の NVMeドライブを取り付けま
す。

NVMeドライブは、ドライブ前面プレートのラベルを除き、物理的および視覚的に SATAドラ
イブと同じです。NVMeドライブを取り外したベイにのみ NVMeドライブを取り付けてくだ
さい。

注意

手順

ステップ 1 ドライブラベルを調べて、NVMeドライブを取り付けていることを確認します。

ステップ 2 ガスケットが上を向くようにドライブを向けます。

また、前面プレートのラベルをチェックして、ドライブの向きが正しいことを確認できます。

ステップ 3 ドライブレベルを持ち、空のドライブベイに合わせて、ドライブが動かなくなるまでスライド
させます。
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フロントメザニンドライブブランクの交換
Cisco UCS B200 M6ブレードには、ブレードの前面プレートに 2つのドライブベイがありま
す。少なくとも 1つのドライブを取り付ける必要があります。

空のドライブベイには、フロントメザニンドライブブランク（UCSB-FBLK-M6）を取り付け
る必要があります。空のドライブベイがあるままブレードを動作させないでください。

フロントメザニンドライブブランクを交換するには、次の手順を実行します。
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•ドライブブランクの取り外し（50ページ）

•ドライブブランクの取り付け（51ページ）

ドライブブランクの取り外し

ドライブブランクには、ブレードの前面からアクセスできます。ドライブブランク

（UCSB-FBLK-M6）を取り外すには、次の手順を実行します。

ドライブベイが空いたままで、ブレードを動作させないでください。ドライブが取り付けられ

ていないドライブベイには、必ずドライブブランクを取り付けてください。

（注）

手順

ステップ 1 2つの固定タブを互いに向けてつまみます。

ステップ 2 固定タブを内側に持ち、ドライブベイからドライブブランクを引き出します。

次のタスク

適切なオプションを選択してください。
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•フロントローディング 7 mm SATA SSDを取り付けます。7 mm SATA SSDの取り付け（46
ページ）を参照してください。

•ドライブブランクを取り付けます。「ドライブブランクの取り付け（51ページ）」を参
照してください。

ドライブブランクの取り付け

ブレードには、ブレードの前面からアクセス可能な2つのドライブベイがあります。最小構成
では、ブレードに 1つのドライブが取り付けられ、1つの空のドライブベイがあります。空の
ドライブベイには、ドライブブランクを取り付ける必要があります（UCSB-FBLK-M6）。空の
ドライブベイにドライブブランクを取り付けずにブレードを動作させないでください。

ドライブブランクを取り付けるには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 固定タブでドライブブランクをつかみます。

ステップ 2 ドライブブランクレベルを持ち、空のドライブベイに合わせ、動かなくなるまでベイに押し込
みます。
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トラステッドプラットフォームモジュール (TPM)の交換
TPMモジュールは、プリント基板アセンブリ (PCBA)に取り付けられています。PCBAをリサ
イクルする前に、PCBAからTPMモジュールを取り外す必要があります。TPMモジュールは、
タンパー耐性ねじでスレッドスタンドオフに固定されています。ねじに適切なツールがない場

合、ペンチを使用してねじを取り外すことができます。

始める前に

リサイクル業者のみ。この手順は、標準のフィールドサービスオプションではありません。こ

の手順は適切な処分のための電子機器を要求するリサイクル業者ためのものであり、エコデザ

インと e廃棄物規制に準拠しています。

（注）

トラステッドプラットフォームモジュール (TPM)を取り外すには、サーバの次の要件を満た
している必要があります。

•施設の電源から取り外します。

•サーバを機器ラックから取り外します。

手順

ステップ 1 TPMモジュールを回転させます。

ステップ 2 6 mmのマイナスドライバまたはプライヤーを使用して、TPMネジを緩め、マザーボードから
TPMを取り外します。

ステップ 3 TPMを適切に廃棄します。
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次のタスク

PCBアセンブリの取り外しと処分。「PCBアセンブリ (PCBA)のリサイクル（53ページ）」
を参照してください。

PCBアセンブリ (PCBA)のリサイクル
各ブレードサーバには、ブレードサーバの前面プレートとシートの金属製トレイに接続され

た PCBAがあります。PCBAを再利用するには、ブレードサーバの前面プレートとトレイか
ら、PCBAを取り外す必要があります。各ブレードサーバは、次の部品で前面プレートとトレ
イに接続されています。

•フェースプレート: 2本のM3 3mmネジ

•トレイ：

• 5本のM3ネジ

• 7個の六角ナットスタンドオフ

各ブレードサーバの PCBAをリサイクルする必要があります。

始める前に

リサイクル業者のみ。この手順は、標準のフィールドサービスオプションではありません。こ

の手順は適切な処分のための電子機器を要求するリサイクル業者ためのものであり、エコデザ

インと e廃棄物規制に準拠しています。

（注）

プリント基板アセンブリ (PCBA)を取り外すには、次の要件を満たしている必要があります。

•サーバを施設の電源から取り外す必要があります。

•サーバは、サーバシャーシから取り外す必要があります。

この手順を開始する前に、次のツールを用意しておくと役立ちます。

•ドライバ：T10および T30トルクス各 1フィリップス＃1 および＃2 8 mm および 3 mmの
スロット。

•六角ナットドライバ：各 8 mmおよび 4.5 mm。

手順

ステップ 1 （オプション）CPUとヒートシンクがまだ取り付けられている場合は、それらを取り外しま
す。
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この手順では、必要に応じて CPUとヒートシンクを取り外します。CPUの取り外
し方法の詳細については、を参照してください。CPUおよびヒートシンクの取り外
し（10ページ）

（注）

a) T30トルクスドライバを使用して、8本の非脱落型ネジを緩めます。

b) CPUごとに保持ワイヤを内側（内側）に押し、CPUとヒートシンクのロックを解除しま
す。
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c) マザーボードから各 CPUを取り外し、各 CPUを上下逆にします。
d) TIMブレーカーを見つけて 90度回転させ、サーマルグリスを破り、CPUをヒートシンク
から外します。

TIMブレーカーを 90度以上回転させないでください。注意
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e) CPUキャリアを曲げて、各端の保持クリップを外します。

ステップ 2 （オプション）12 G SASの前面メザニンモジュールがまだ取り付けられている場合は、＃2 プ
ラスドライバを使用して取り外します。

ステップ 3 （オプション）M.2 minストレージ用の前面メザニンモジュールがまだ取り付けられている場
合は、＃2 プラスドライバを使用して取り外します。
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ステップ 4 （オプション）背面メザニンモジュールがまだ取り付けられている場合は、＃2 プラスドライ
バを使用して取り外します。

ステップ 5 ＃2 プラスドライバを使用して、非脱落型ネジを緩め、mLOM VICを取り外します。

ステップ 6 3mmスロットドライバを使用して、外れるまで各前面M3プレートのネジを反時計回りに回
転させます。
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ステップ 7 各 DIMMエアーバッフルをつかみ、ブレードから取り外します。

ステップ 8 TPMを取り外します。

トラステッドプラットフォームモジュール (TPM)の交換（52ページ）を参照してください。

ステップ 9 ブレードシートメタルからマザーボードを取り外します。

a) 8 mmの六角ナットドライバを使用して、8 mmスタンドオフを取り外します。
b) 4.5 mmの六角ナットドライバを使用して、4.5 mmの絶縁ポストを取り外します。
c) T10トルクスドライバを使用して、8本のM3ネジを取り外します。。
d) ＃1 プラスドライバを使用して、固定ネジを取り外します。
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8 mmスタンドオフ（5）赤い丸（ ）

4.5 mmスタンドオフ（2）緑の丸（ ）

M3ネジ（3）青い丸（ ）

固定ネジ（1）紫の丸（ ）

ステップ 10 地域のリサイクルおよび電子廃棄物に関する規制に準拠してマザーボードをリサイクルしてく

ださい。
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ブレードサーバコンポーネントの保守
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翻訳について
このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては
、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている
場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい
ては米国サイトのドキュメントを参照ください。


